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(57) Abstract: The invention relates to a device (1),
comprising a first component (2) and at least one
component connected to the first component (2). At least
one connection region (5) between the components (2, 3)
is encompassed by a potting frame (4), which lies on the
first component (2) and which forms a space (6) above the
connection region (5) together with the first component,
said space being open at least in some areas. According to
the invention, the first component (2) has a lower surface
stress at least partially in the region in which the potting
frame (4) lies on the first component (2) than in the
connection region (5). The region (10) of the first
component (2) having lower surface stress is produced
before or atter the connection of the first component (2) to
the second component (3).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung (1)
mit einem ersten Bauteil (2) und wenigstens einem mit
dem ersten Bauteil (2) verbundenen Bauteil beschrieben.
Wenigstens ein Verbindungsbereich (5) zwischen den
Bauteilen (2, 3) ist von einem auf dem ersten Bauteil (2)
aufliegenden und mit diesem  oberhalb des
Verbindungsbereiches (5) einen zumindest bereichsweise
offenen Raum (6) ausbildenden Vergussrahmen (4)
umfasst. Erfindungsgemill weist das erste Bauteil (2)
zumindest teilweise in dem Bereich, in dem der

Vergussrahmen (4) auf dem ersten Bauteil (2) aufliegt, eine geringere Oberflachenspannung

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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auf als im Verbindungsbereich (5). Der mit geringerer Oberflachenspannung ausgefiihrte Bereich (10) des ersten Bauteiles (2)
wird vor oder nach dem Verbinden des ersten Bauteiles (2) mit dem zweiten Bauteil (3) hergestellt.
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Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen einer
Vorrichtung geman der im Oberbegriff des Patentanspruches 1 bzw. 9 naher defi-
nierten Art.

Bei aus der Praxis bekannten Getrieben, wie Automatgetrieben, sind elektri-
sche Bauteile, beispielsweise Sensoren, elekirische Stecker und dergleichen, oftmals
im mit Getriebedl befliliten Innenrdumen der Getriebe angeordnet und werden dort
mit dem Getriebedl beaufschlagt, in dem Spane und metallische Ablagerungen vor-
handen sind. Damit die im Getriebedl vorhandenen Spéne und metallischen Ablage-
rungen nicht elekirische Kontakie der elekirischen Bauteile berthren, werden die
elektrischen Kontakte der elektrischen Bauteile mit elektrisch isolierenden Schutz-
schichten versehen.

Hierflr werden Ublicherweise im Verbindungsbereich zwischen zwei elektrisch
miteinander verbundenen Bauteilen, wie einem mit einer Leiterplatte verbundenen
elektrischen Leiter, ausgeformte Vertiefungen oder Wannen vorgesehen, in die mit
geringem Fertigungsaufwand jeweils eine flieBfahige Vergussmasse eingegossen
wird. Die Vergussmasse wird von der Vertiefung bzw. der Wanne aufgenommen,
wobei die Vergussmasse bei entsprechender Viskositat den Innenraum der Vertie-
fung bzw. der Wanne selbststandig ausfullt. Dabei wird der Innenraum der Vertiefung
bzw. der Wanne ohne zusatzliche MaBnahmen bis hin zum oberen Rand ausgegos-
sen. Der elektrische Kontaktbereich zwischen der Leiterplatte und dem elekirischen
Leiter ist dann durch die elektrisch isolierende Vergussmasse im spateren Betrieb
gegenuber Spanen und metallischen Ablagerungen im Getriebedl geschitzt bzw.

isoliert.

Herkdmmliche Leiterplatten sind oftmals nicht mit den vorbeschriebenen Ver-
tiefungen bzw. Wannen ausflhrbar, weshalb zur Bildung der Vertiefung bzw. Wanne
um den elektrischen Verbindungsbereich zwischen der Leiterplatte und dem elektri-
schen Leiter ein sogenannter Vergussrahmen angeordnet wird, der auf der Leiter-
platte aufliegt und mit diesem oberhalb des Verbindungsbereiches einen zumindest

1



WO 2015/039795 PCT/EP2014/066688

bereichsweise offenen Raum ausbildet, in den die elektrisch isolierende Verguss-
masse in gleichem Umfang wie in die vorbeschriebene ausgeformte Vertiefung bzw.

Wanne dosiert wird.

Applikationsbedingt besteht die Moglichkeit, dass der die Wanne bildende
Vergussrahmen mit einem derartigen Spaltmaf auf der Leiterplatte aufliegt, dass das
Vergussmaterial im Auflagebereich zwischen dem Vergussrahmen und der Leiter-
platte aus dem vom Vergussrahmen begrenzten Innenraum ausflie Bt und die Leiter-
platte in einem unerwiinscht groBen Umfang mit Vergussmaterial benetzt wird. Um
das AusflieBen des Vergussmaterials aus dem vom Vergussrahmen begrenzten
Innenraum im Bereich zwischen dem Vergussrahmen und der Leiterplatte zu ver-
meiden, werden unter anderem Vergussmaterialien verwendet, deren Viskositat sehr
hoch ist und die daher jeweils Uber das vorhandene Spaltmal nicht aus dem vom

Vergussrahmen begrenzten Innenraum ausflieBen.

Diese MaBnahme flhrt jedoch unter Umstanden dazu, dass im Innenraum des
Vergussrahmens vorliegende und mit Vergussmasse zu bedeckende Konturen nicht
in gewlnschtem Umfang von dem dann nicht mehr mit ausreichender FlieBfahigkeit
vorliegendem Vergussmaterial, das in den Vergussrahmen eingefullt wird, bedeckt
werden. Die Vergussmasse nivelliert sich nicht in dem Umfang im Innenraum des
Vergussrahmens, wie dies eine Vergussmasse mit geringerer Viskositat selbststan-
dig ausfuhrt.

Um eine gewilnschte Bedeckung zu erreichen, wird daher nach dem Aushar-
ten des hoherviskosen Vergussmaterials ein weiteres Vergussmaterial mit niedrigerer
Viskositat in den Innenraum eingefUllt. Ein Fertigungsprozess wird aufgrund der dann
durchzufiihrenden weiteren Einflll- und Aushartephase des weiteren Vergussmateri-

als aufwéndiger und zeitintensiver, was jedoch unerwinscht ist.

Damit der vom Vergussrahmen begrenzte Innenraum im erforderlichen Um-
fang gleichmaBig mit Vergussmaterial ausflllbar ist und ein Austritt eines hierfar mit
vergleichsweise niedriger Viskositat ausgefuhrten Vergussmaterials aus dem Innen-
raum vermieden wird, wird versucht, die Spaltmafe im Auflagebereich des Verguss-
rahmens auf der Leiterplatte durch entsprechende Bauteiltoleranzen und/oder soge-
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nannte Niederhalter zu verringern. Die hierflr einzuhaltenden Bauteiltoleranzen sind
jedoch nur Uber eine entsprechend aufwéndige Fertigung zu erreichen, die die Her-
stellkosten solcher Getriebekomponenten in unerwlinschtem Umfang erhdht. Des
Weiteren fahrt das zur Reduzierung der SpaltmaBe eventuell durchzufliihrende Ver-
pressen des Vergussrahmens mit der Leiterplatte zu Verspannungszustanden in den
Bauteilen. Diese Verspannungszustande verbleiben nach dem Ausharten der Ver-
gussmasse unter Umstanden zumindest teilweise, was eine weitere Verwendung
nachhaltig beeinflussen kann. Zusatzlich erfordert das Verpressen der Bauteile einen
hohen apparativen Aufwand in Form einer Montagevorrichtung, die den Verguss-
rahmen und die Leiterplatte bis zur Aushartung der Vergussmasse mit dem den
Austritt von Vergussmaterial aus dem vom Vergussrahmen begrenzten Innenraum

vermeidenden Anpressdruck beaufschlagt.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine einfach
und kostengulnstig herstellbare Vorrichtung und ein mit geringem Aufwand durch-
fihrbares Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung zur Verfagung zu stellen, die
den Einsatz eines entsprechend flieBfahigen Vergussmaterials erlauben, ohne dass

ein unerwlnschtes AusflieBen von Vergussmaterial auftritt.

Erfindungsgeman wird diese Aufgabe mit einer Vorrichtung und mit einem
Verfahren geman den Merkmalen des Patentanspruches 1 bzw. 9 geldst.

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist mit einem ersten Bauteil und wenigs-
tens einem mit dem ersten Bauteil verbundenen zweiten Bauteil ausgebildet, wobei
wenigstens der Verbindungsbereich zwischen den Bauteilen von einem auf dem
ersten Bauteil aufliegenden und mit diesem oberhalb des Verbindungsbereiches
einen zumindest bereichsweise offenen Raum ausbildenden Vergussrahmen um-

fasst ist.

Erfindungsgeman weist das erste Bauteil zumindest teilweise in dem Bereich,
in dem der Vergussrahmen auf dem ersten Bauteil aufliegt, eine geringere Oberfla-

chenspannung auf als im Verbindungsbereich.



WO 2015/039795 PCT/EP2014/066688

Aufgrund der geringeren Oberflachenspannung des ersten Bauteiles im Aufla-
gebereich des Vergussrahmens auf dem ersten Bauteil wird ein ein Auslaufen von
Vergussmaterial aus dem vom Vergussrahmen begrenzten Innenraum oberhalb des
Verbindungsbereiches zwischen den Bauteilen entgegengewirkt bzw. ein Auslaufen
in einem Umfang verhindert, dass eine unerwinschte Benetzung bzw. Beaufschla-
gung von Bereichen des ersten Bauteiles auBerhalb des Vergussrahmens in ge-
winschtem Umfang unterbleibt. Dabei wird ein Auslaufen eines Vergussmaterials
aus dem vom Vergussrahmen begrenzten Innenraum tber den bauteiltoleranzbe-
dingten Spalt zwischen dem Vergussrahmen und dem ersten Bauteil auch bei derart
viskosen Vergussmaterialien in ausreichendem Umfang verhindert, die den Innen-
raum des Vergussrahmens im erforderlichen Umfang ohne weitere MaBnahmen

flllen und einen selbstnivellierenden Verguss gewahrleisten.

Uber die erfindungsgemaBe MaBnahme, das erste Bauteil zumindest be-
reichsweise mit einem Bereich mit verringerter Oberflachenspannung auszufthren,
wird ein unerwlnschtes AusflieBen von Vergussmaterial aus dem vom Vergussrah-
men begrenzten Innenraum oberhalb des Verbindungsbereiches der Bauteile auf
konstruktiv einfache Art und Weise bei gleichzeitig geringem Montageaufwand ver-
mieden. Zusatzlich werden in die Bauteile auch keine bleibenden Spannungen indu-
ziert, da wahrend des Einflllvorganges von Vergussmaterial in den Vergussrahmen
keine das Spaltmal zwischen dem Vergussrahmen und dem ersten Bauteil verrin-
gernde Anpresskrafte, beispielsweise von einer Montageeinrichtung, aufzubringen

sind, um ein AusflieBen von Vergussmaterial zu verhindern.

In Abhangigkeit des jeweils vorliegenden Anwendungsfalles besteht die Mdg-
lichkeit, den mit verringerter Oberflachenspannung ausgefihrten Oberflachenbereich
des ersten Bauteiles lediglich teilweise im Auflagebereich des Vergussrahmens auf
dem ersten Bauteil vorzusehen. Zusétzlich kann sich der mit verringerter Oberfla-
chenspannung ausgefthrte Bereich Uber den Auflagebereich des Vergussrahmens
hinaus auf Oberflachenbereiche des ersten Bauteiles erstrecken, die den Auflagebe-
reich des Vergussrahmens umgeben. Alternativ hierzu oder kumulativ dazu kann es
auch vorgesehen sein, dass sich der mit verringerter Oberflachenspannung ausge-
fihrte Oberflachenbereich des ersten Bauteiles vom Auflagebereich des Verguss-

rahmens auf dem ersten Bauteil nach innen, d. h. in vom Vergussrahmen umfasste
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Oberflachenbereiche des ersten Bauteiles erstreckt, um ein AusflieBen von Ver-
gussmaterial aus dem vom Vergussrahmen begrenzten Innenraum oberhalb des
Verbindungsbereiches der Bauteile und der Oberflache des ersten Bauteiles in ge-
wilnschten Umfang zu vermeiden, ohne jedoch einen gewtinschten Verguss ober-

halb des Verbindungsbereiches der Bauteile zu beeintrachtigen.

Bei einer einfach und kostengunstig herstellbaren Ausfihrungsform der erfin-
dungsgemaBen Vorrichtung ist der mit verringerter Oberflachenspannung ausgebil-
dete Bereich des ersten Bauteils zumindest teilweise als ein auf dem ersten Bauteil
aufgetragener Lack ausgebildet, wobei der Lack beispielsweise durch Aufsprihen,

Aufdrucken oder dergleichen auf der Oberflache des Bauteiles aufbringbar ist.

Der Lack ist bei einer weiteren kostengunstigen und mit geringem Aufwand
herstellbaren Ausfihrungsform der erfindungsgeméaBen Vorrichtung ein Létstopplack,

der vorzugsweise unter anderem aus Epoxidharz oder dergleichen hergestellt ist.

Zusétzlich oder alternativ zu der Ausflihrung des mit verringerter Oberflachen-
spannung ausgebildeten Bereiches des ersten Bauteiles mit einer entsprechenden
Lackschicht ist es bei weiteren vorteilhaften Ausfahrungsformen der erfindungsge-
ma&Ben Vorrichtung vorgesehen, dass der mit verringerter Oberflachenspannung
ausgebildete Bereich des ersten Bauteiles zumindest teilweise durch eine die Ober-
flachenspannung reduzierende Oberflachenbearbeitung hergestellt ist.

Ist das erste Bauteil als eine im Wesentlichen zumindest bereichsweise ebene
Leiterplatte ausgebildet, ist die erfindungsgemaBe Vorrichtung besonders bei der
Ausfuhrung des mit verringerter Oberflachenspannung ausgebildeten Oberflachen-
bereiches des ersten Bauteiles mit einem Létstopplack auf besonders kostenglnsti-
ge Art und Weise herstellbar, da der Lotstopplack bereits zur Herstellung der elektri-
schen Strukturen auf der Leiterplatte wahrend der Herstellung der Leiterplatte selbst
auf der Oberflache der Leiterplatte aufgetragen wird. Damit ist der mit verringerter
Oberflachenspannung ausgeflhrte Bereich des ersten Bauteiles ohne zuséatzliche

Prozessschritte auf der Oberflache des ersten Bereiches erzeugbar.
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Ist das zweite Bauteil ein elektrischer Leiter, der mit der Leiterplatte, vorzugs-
weise Uber VerschweiBung oder Verlotung, elektrisch verbunden ist und der be-
reichsweise mit einem elektrisch isolierten Material ummantelt ist, ist der Verbin-
dungsbereich zwischen der Leiterplatte und dem elekirischen Leiter mit geringem
konstruktiven Aufwand bei gleichzeitig niedrigem Fertigungsaufwand in gewunsch-
tem Umfang Uber ein ausreichend flieBfahiges und sich selbst nivellierendes Ver-

gussmaterial gegentber Umwelteinflissen dauerhaft isolierbar.

Das zweite Bauteil ist bei einer ebenfalls einfach montierbaren Ausfihrungs-
form der erfindungsgemaBen Vorrichtung mit einem elektrisch isolierenden Material
in einem Fuhrungsbereich des Vergussrahmens gehalten, wobei hier beispielsweise
eine Clipsverbindung oder dergleichen zum Arretieren des zweiten Bauteiles im

Vergussrahmen vorgesehen sein kann.

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zum Herstellen der vorbeschriebenen
erfindungsgemaBen Vorrichtung wird der mit geringerer Oberflachenspannung aus-
gefuhrte Bereich des ersten Bauteiles vor oder nach dem Verbinden des ersten Bau-
teiles mit dem zweiten Bauteil hergestellt, womit die Fertigung des mit verringerter
Oberflachenspannung ausgeflihrten Oberflachenbereiches des ersten Bauteiles mit

jeweils geringem Aufwand in bereits bestehende Herstellprozesse integrierbar ist.

Hierfar ist es bei einer Variante des erfindungsgem&anBen Verfahrens vorgese-
hen, dass der mit geringerer Oberflachenspannung ausgeflhrte Bereich des als
Leiterplatte ausgeflihrten ersten Bauteiles vor oder nach einer Bestlickung der Lei-
terplatte mit elektrischen Bauteilen auf der Leiterplatte hergestellt wird.

Wird der Lotstopplack vor der Bestlickung der Leiterplatte mit elektrischen
Bauteilen zumindest bereichsweise auch in den Bereich der Leiterplatte aufgetragen,
in dem der Vergussrahmen auf der Leiterplatte aufliegt, ist ein Prozessschritt eines
bereits bestehenden Herstellverfahrens einer Leiterplatte, wahrend der Létstopplack
auf der Leiterplatte aufgetragen wird, lediglich dahingehend zu variieren, dass auch
zumindest bereichsweise in dem Bereich der Leiterplatte Létstopplack aufgetragen
wird, in dem der Vergussrahmen auf der Leiterplatte aufliegt. Das bedeutet, dass zur
Herstellung des mit verringerter Oberflachenspannung ausgefltihrten Oberflachenbe-
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reiches der Leiterplatte im Vergleich zu bekannten Fertigungsverfahren kein zusatzli-
cher Prozessschritt erforderlich ist, womit die Leiterplatte mit &uBert geringem Mehr-

aufwand in gewlnschtem Umfang ausfihrbar ist.

Um den Verbindungsbereich zwischen dem ersten Bauteil und dem zweiten
Bauteil in fUr die Funktionsweise erforderlichem Umfang gegenliber Umwelteinflls-
sen dauerhaft abschirmen zu kénnen, wird bei einer weiteren Variante des erfin-
dungsgemaBen Verfahrens in den vom Vergussrahmen und dem ersten Bauteil
begrenzten Raum nach dem Verbinden der beiden Bauteile und nach dem Herstellen
des mit verringerter Oberflachenspannung ausgefihrten Bereiches des ersten Bau-

teiles eine Vergussmasse eingeflllt und ausgehartet.

Sowohl die in den Patentanspriichen angegebenen Merkmale als auch die in
den nachfolgenden Ausflhrungsbeispielen des erfindungsgemaBen Gegenstandes
angegebenen Merkmale sind jeweils fUr sich alleine oder in beliebiger Kombination
miteinander geeignet, den erfindungsgeméaBen Gegenstand weiterzubilden. Die
jeweiligen Merkmalskombinationen stellen hinsichtlich der Weiterbildung des Gegen-
standes nach der Erfindung keine Einschrankung dar, sondern weisen im Wesentli-

chen lediglich beispielhaften Charakter auf.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfihrungsformen des erfindungsgeméaBen
Gegenstandes ergeben sich aus den Patentanspriichen und den nachfolgend unter
Bezugnahme auf die Zeichnung prinzipmaBig beschriebenen Ausflhrungsbeispielen,
wobei in der Beschreibung der verschiedenen Ausflhrungsbeispiele zugunsten der
Ubersichtlichkeit fir bau- und funktionsgleiche Bauteile dieselben Bezugszeichen

verwendet werden.

Es zeigt:

Fig. 1 eine stark schematisierte Schnittansicht einer ersten Ausfiihrungsform

der erfindungsgeméanBen Vorrichtung;
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Fig. 2 eine stark schematisierte Darstellung der ersten Ausfiihrungsform der
erfindungsgeménen Vorrichtung aus einer in Fig. 1 ndher gekennzeich-
neten Ansicht Il;

Fig. 3 eine vereinfachte dreidimensionale Draufsicht der ersten Ausfihrungs-
form der erfindungsgemaBen Vorrichtung geman Fig. 1 und Fig. 2;

Fig. 4 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung einer zweiten Ausfihrungsform
der erfindungsgeméanBen Vorrichtung;

Fig. 5 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung einer dritten Ausfihrungsform
der erfindungsgeméanBen Vorrichtung;

Fig. 6 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung einer vierten Ausfihrungsform

der erfindungsgeméBen Vorrichtung; und

Fig. 7 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung einer finften Ausfihrungsform
der erfindungsgeméanen Vorrichtung.

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer ersten Ausflhrungsform einer Vorrich-
tung 1 mit einem ersten Bauteil 2 und einem mit dem ersten Bauteil 2 verbundenen
zweiten Bauteil 3, wobei das erste Bauteil 2 vorliegend als Leiterplatte und das zwei-
te Bauteil 3 als elektrischer Leiter ausgebildet ist, der beispielsweise zu einem
elektrischen Stecker, einem Sensor oder einem anderen elektrischen Bauteil eines
Getriebes fuhrt. Auf dem ersten Bauteil 2 liegt ein sogenannter Vergussrahmen 4
auf, der geometrisch einen in Fig. 2 und Fig. 3 n&her dargestellten Verbindungsbe-
reich 5 umfasst und oberhalb des Verbindungsbereiches 5 einen offenen Raum 6
begrenzt, der zusatzlich von der Leiterplatte 2 nach unten begrenzt ist. Der Verguss-
rahmen 4 und die Leiterplatte bilden eine Art Wanne aus, in die in spater naher be-

schriebenem Umfang eine elektrisch isolierende Vergussmasse einflllbar ist.

Sowohl der Vergussrahmen 4 als auch die Leiterplatte 2 bestehen vorliegend
aus isolierendem Material, wobei diese beispielsweise aus Kunststoff, faserverstark-
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tem Kunststoff oder sogenanntem FR4-Material, d.h. einem Epoxidharz mit Glasfa-

sergewebe, hergestellt sein kdnnen.

Der elektrische Leiter 3 ist vorliegend Uber eine VerschweiBung bzw. eine Ver-
I6tung elektrisch mit einer Leiterbahn der Leiterplatte 2 verbunden und bereichsweise
mit einem elektrisch isolierenden Material 7 ummantelt. Zusatzlich ist der elektrische
Leiter 3 mit seinem elektrisch isolierenden Material 7 in einem Flhrungsbereich 8
des Vergussrahmens 4 gehalten. Im Raum 6 ist der elektrische Leiter 3 ohne das
elektrisch isolierende Material 7 in Form einer Litze 9 angeordnet und somit ohne
elektrische Isolierung ausgebildet. Um die elektrisch nicht isolierte Litze 9 des elektri-
schen Leiters 3 gegentber Umwelteinflissen nach dem Verbindungsprozess mit der
Leiterplatte 2 mit geringem Aufwand und auf kostenginstige Art und Weise schitzen
zu kénnen, wird in den Raum 6 ein geeignetes Vergussmaterial 12 eingefillt, das
sich wéhrend des Einflllprozesses aufgrund seiner Viskositét in gewlnschtem Um-
fang gleichmaBig im Raum 6 verteilt und die Litze 9 im Raum 6 vollstandig bedeckt.
Zusatzlich bedeckt das Vergussmaterial 12 den elektrischen Leiter 3 auch im Flh-
rungsbereich 8 des Vergussrahmens 4 in der in Fig. 3 ndher dargestellten Art und
Weise, womit sdmtliche stromflhrenden Bereiche des elektrischen Leiters 3 vom
Vergussmaterial 12 gegenuber der Umwelt elekirisch abgeschirmt sind.

Aufgrund von Fertigungstoleranzen liegt der Vergussrahmen 4 in der in Fig. 1
dargestellten Art und Weise nicht véllig spaltfrei auf der Leiterplatte 2 auf. Die Spalt-
hohe ist in Fig. 1 unter dem Bezugszeichen H n&her bezeichnet.

Um einen moglichst gleichmaBigen Verguss im Raum 6 zu erreichen, ist das
in den Raum 6 einzuflllende Vergussmaterial 12 mit einer hierflr erforderlichen
Viskositat ausgeflhrt. Diese Viskositat flhrt bei herkbmmlich ausgeflhrten Leiterplat-
ten bekannterweise dazu, dass das Vergussmaterial 12 aus dem Raum 6 Uber den
Spalt mit der Spalthéhe H zwischen dem Vergussrahmen 4 und der Leiterplatte 2
austritt und die Leiterplatte 2 im Oberflachenbereich auBerhalb des Vergussrah-

mens 4 in unerwinschtem Umfang benetzt.

Damit ein Austritt von Vergussmaterial 12 aus dem Raum 6 Uber den Spalt mit
der Spalth6he H begrenzt bzw. verhindert wird, ist die Leiterplatte 2 vorliegend in
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einem Oberflachenbereich 10 mit einer geringeren Oberflachenspannung ausgefthrt
als im Verbindungsbereich 5. Hierfar ist die Leiterplatte 2 im Oberflachenbereich 10
mit einem Lotstopplack 11 versehen. Aufgrund der im Oberflachenbereich 10 redu-
zierten Oberflachenspannung der Leiterplatte 2 flieBt das Vergussmaterial 12 in der
in Fig. 1 naher dargestellten Art und Weise nur geringfigig aus dem Raum 6 Uber
den Spalt mit der Spalthéhe H aus. Dabei ist die Schichtdicke des Létstopplacks 11
im Oberflachenbereich 10 nachrangig. Das AusflieBen von Vergussmaterial 12 aus
dem Raum 6 wird im Wesentlichen durch die reduzierte Oberflachenspannung im
Oberflachenbereich 10 der Leiterplatte 2 im Vergleich zu aus der Praxis bekannten

Leiterplatten mit Vergussrahmen in gewilinschtem Umfang begrenzt.

Der Oberflachenbereich 10 erstreckt sich vorliegend lediglich Uber einen Teil-
bereich des Auflagebereiches des Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2 und Uber
den auBeren Bereich des Vergussrahmens 4 hinaus, um ein Austreten von Ver-
gussmaterial 12 aus dem Raum 6 in gewlnschtem Umfang zu begrenzen bzw. zu

verhindern.

Bei dem in Fig. 4 dargestellten zweiten Ausfihrungsbeispiel der Vorrichtung 1
erstreckt sich der Oberflachenbereich 10 Uber einen Teil des Auflagebereiches des
Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2. Im Unterschied hierzu erstreckt sich der
Oberflachenbereich 10 bei der dritten Ausfihrungsform der Vorrichtung 1 geman
Fig. 5 in Bezug auf den Raum 6 sowohl nach auBen als auch nach innen Uber den
Auflagebereich des Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2 hinaus, um das Ausflie-
Ben von Vergussmaterial 12 aus dem Raum 6 in gewinschtem Umfang zu begren-
zen bzw. zu verhindern, ohne jedoch einen gleichmaBigen Verguss im Raum 6 zu

beeintrachtigen.

Bei dem in Fig. 6 gezeigten vierten Ausflhrungsbeispiel der Vorrichtung 1
weist der Oberflachenbereich 10 der Leiterplatte 2 einen Uberlappungsbereich mit
dem Raum 6 auf. Der auBere Bereich des Oberflachenbereiches 10 Ubergreift den
Auflagebereich des Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2 jedoch nicht vollstandig,
womit ein geringerer Oberflachenbereich der Leiterplatte 2 mit Létstopplack bedeckt
ist als bei einer dritten Ausfihrungsform der Vorrichtung 1 geman Fig. 5.
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Fig. 7 zeigt ein flnftes Ausflhrungsbeispiel der Vorrichtung 1, bei der der Ver-
gussrahmen 4 vollstandig auf der Leiterplatte 2 aufliegt und bei der der Oberflachen-
bereich 10 der Leiterplatte 2 den vom Vergussrahmen 4 begrenzten Raum 6 voll-
standig umgibt. Dabei ist der Oberflachenbereich 10 in etwa wie bei der ersten Aus-
fOhrungsform der Vorrichtung 1 auf drei Seiten des Raumes 6 Uber den Auflagebe-
reich des Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2 hinaus vorgesehen, wahrend im
Bereich der vierten Seite der Oberflachenbereich 10 lediglich einen Teil des Auflage-
bereiches des Vergussrahmens 4 auf der Leiterplatte 2 zur Begrenzung bzw. Verhin-

derung des Ausflusses von Vergussmaterial 12 aus dem Raum 6 Uberlappt.

In Abhangigkeit des jeweils vorliegenden Anwendungsfalles besteht die Mdg-
lichkeit, den Oberflachenbereich 10 bei der finften Ausflhrungsform der Vorrich-
tung 1 geman Fig. 7 in der zu Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 oder Fig. 6 beschriebenen Art und
Weise mit dem Raum 6, dem Auflagebereich des Vergussrahmens 4 auf der Leiter-

platte 2 und Uber diesen hinaus vollstandig oder nur teilweise Uberlappen zu lassen.

Wahrend der Herstellung der Vorrichtung 1 wird die Leiterplatte 2 bei einem
bevorzugten Fertigungsverfahren zunéchst in verschiedenen Bereichen und auch im
Oberflachenbereich 10 wahrend eines ersten Prozessschrittes mit dem Loétstopp-
lack 11 bedruckt. AnschlieBend wird die Leiterplatte 2 mit nicht naher dargestellten
elektrischen Bauteilen bestlckt und mit diesen verlotet oder verschweifBt. Wiederum
anschlieBend wird der Vergussrahmen 4 auf die Leiterplatte 2 aufgelegt und der
elektrische Leiter 3 im Verbindungsbereich 5 mit der Leiterplatte 2 beispielsweise

verldtet oder verschweil3t.

Daruber hinaus wird wahrend eines sich wiederum daran anschlieBenden
Prozessschrittes das Vergussmaterial 12 in den Raum 6 dosiert und anschlieBend

ausgehartet, womit die Herstellung der Vorrichtung 1 im Wesentlichen beendet ist.

Der Loétstopplack 11 ist beispielsweise Uber Lackieren, Sprihen oder Drucken
auf der Leiterplatte 2 in gewlinschtem Umfang aufbringbar. Zur Vermeidung bzw.
Begrenzung des Ausflusses von Vergussmaterial 12 aus dem Raum 6 ist die
Schichtdicke des Létstopplackes 11 nicht entscheidend, sondern rein die Beschaf-
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fenheit der Lotstopplackschicht selbst, die die Oberflachenspannung der Leiterplat-
te 2 bereichsweise in gewlnschtem Umfang herabsetzt.

Abweichend von dem vorbeschriebenen Herstellverfahren besteht auch die
Mdoglichkeit, die Létstopplackschicht 11 oder auch einen anderen Lack im Oberfla-
chenbereich 10 wahrend eines separaten Prozessschrittes, beispielsweise wahrend

einer Lackierung der Leiterplatte 2, aufzutragen.

Bevorzugt ist es jedoch, den Oberflachenbereich 10 mit dem Ltstopplack 11
wahrend eines bereits bestehenden Prozessschrittes ohne zuséatzlichen Aufwand auf
der Leiterplatte 2 aufzutragen. Dies ist mit geringem Aufwand im Layout der Leiter-
platte 2 definierbar. Uber den Létstopplack 11 wird der Spalt zwischen dem Verguss-
rahmen 4 und der Leiterplatte 2 selbst nicht geschlossen. Die Oberflachenspannung
der Leiterplatte 2 wird im Oberflachenbereich 10 durch den Létstopplack 11 jedoch
soweit herabgesetzt, dass die Oberflachenspannung des Vergussmaterials 12 aus-
reicht, damit das Vergussmaterial 12 nicht Uber den Spalt mit der Spalthéhe H aus
dem Raum 6 ausflie3t.

Durch die erfindungsgemaBe Ausfihrung der Vorrichtung und die erfindungs-
gemane Vorgehensweise zur Herstellung der Vorrichtung sind keine besonderen
MaBnahmen zur Einhaltung enger Bauteiltoleranzen vorzusehen, um einen Austritt
von Vergussmaterial aus dem Vergussrahmen zu verhindern bzw. zu begrenzen.
Speziell die Ausflhrung einer Leiterplatte mit Létstopplack zur Reduzierung der
Oberflachenspannung im Oberflachenbereich verursacht nahezu keinerlei Mehrkos-
ten wahrend der Herstellung der Leiterplatte, wobei ein selbstnivellierendes Ver-
gussmaterial nunmehr auch bei Vorliegen von Spalten im Auflagebereich zwischen
dem Vergussrahmen und der Leiterplatte ohne zusatzliche Niederhalter oder derglei-

chen moglich ist.
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Patentanspruche

1. Vorrichtung (1) mit einem ersten Bauteil (2) und wenigstens einem mit dem
ersten Bauteil (2) verbundenen zweiten Bauteil (3), wobei wenigstens ein Verbin-
dungsbereich (5) zwischen den Bauteilen (2, 3) von einem auf dem ersten Bauteil (2)
aufliegenden und mit diesem oberhalb des Verbindungsbereiches (5) einen zumin-
dest bereichsweise offenen Raum (6) ausbildenden Vergussrahmen (4) umfasst ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Bauteil (2) zumindest teilweise in dem Be-
reich, in dem der Vergussrahmen (4) auf dem ersten Bauteil (2) aufliegt, eine gerin-

gere Oberflachenspannung aufweist als im Verbindungsbereich (5).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mit verrin-
gerter Oberflachenspannung ausgeflihrte Bereich (10) des ersten Bauteiles (2) sich
bis in den vom Vergussrahmen (4) umfassten Oberflachenbereich des ersten Bautei-
les (2) erstreckt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mit
verringerter Oberflachenspannung ausgebildete Bereich (10) des ersten Bauteils
zumindest teilweise als ein auf dem ersten Bauteil (2) aufgetragener Lack (11) aus-
gebildet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack (11)

ein Létstopplack, vorzugsweise auf Epoxidharzbasis, ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der mit verringerter Oberflachenspannung ausgebildete Bereich des ersten
Bauteils zumindest teilweise durch eine die Oberflachenspannung reduzierende
Oberflachenbearbeitung hergestellt ist.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Bauteil (2) als eine im Wesentlichen zumindest bereichsweise ebene
Leiterplatte ausgebildet ist.

14
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7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Bauteil (3) ein elektrischer Leiter ist, der mit der Leiterplatte (2), vorzugsweise tber
VerschweiBung oder Verlotung, elektrisch verbunden ist und der bereichsweise mit
einem elektrisch isolierenden Material (7) ummantelt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Bauteil (3) mit seinem elektrisch isolierenden Material (7) in einem Fuhrungsbe-
reich (8) des Vergussrahmens (4) gehalten ist.

9. Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung (1) gemaR einem der vorste-
henden Patentanspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der mit geringerer Oberfla-
chenspannung ausgeflhrte Bereich (10) des ersten Bauteiles (2) vor oder nach dem

Verbinden des ersten Bauteiles (2) mit dem zweiten Bauteil (3) hergestellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der mit gerin-
gerer Oberflachenspannung ausgefthrte Bereich (10) des als Leiterplatte ausgeftihr-
ten ersten Bauteiles (2) vor oder nach einer Bestluckung der Leiterplatte (2) mit

elekirischen Bauteilen auf der Leiterplatte (2) hergestellt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Létstopp-
lack (11) vor der Bestlckung der Leiterplatte (2) mit elektrischen Bauteilen zumindest
bereichsweise auch in dem Bereich der Leiterplatte (2) aufgetragen wird, in dem der
Vergussrahmen (4) auf der Leiterplatte (2) aufliegt.

12. Verfahren nach einem der Ansprlche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass in den vom Vergussrahmen (4) und dem ersten Bauteil (2) begrenzten
Raum (6) nach dem Verbinden der beiden Bauteile (2, 3) und nach dem Herstellen
des mit verringerter Oberflachenspannung ausgefihrten Bereiches (10) des ersten
Bauteiles (2) eine Vergussmasse (12) eingeflllt und ausgehértet wird.
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